PARLAK TAVLAMA SISTEMI

Kaynak sonrasi havada kendi halinde sogumaya birakilan Ostenitik paslanmaz geliklerde belli bir
sicaklik araliginda ( 550-650 °C) tane sinirlarinda krom karbir ¢ékelmelerini meydana gelmektedir. Bu
cokelmeler Ostenitik paslanmaz celiklerinin tane sinirlari korozyonuna karsi mukavemetsiz hale
gelmesine neden olmaktadir. Cékelen krom karburler 900°C sicaklikta kararsiz hale gelmektedir. Bu
nedenle Ostenitik paslanmaz gelikler 1000-1100°C arsinda tavlama islemine tabi tutularak istenmeyen
yapinin meydana gelmesinin dnine gegmek ve soduk sekillendirmeden dolayl meydana gelen sertlik
degisimleri normalize etmek icin tavlama islemine tabi tutulur. Yapilan bu isleme ¢ézme tavlamasi
olarak adlandiriimaktadir.

Parlak Tavlama Sitemi: Parlak tavlama islemini bilinen tavlama ydntemlerinden farkli bir prosestir. Bu
proses de tavlanacak malzeme dis ortamdan izole edilmis bir sistemde tavlanmaktadir. Bu sistemde
tavlanacak olan malzemenin dis ortam ile temasini kesmek icin belirli bir basing altinda bir gaz
(genellikle saf hidrojen) sisteme verilir ve bdylece malzemenin hava ile temasi kesilir. TUm 1sitma ve
sogutma islemi bu kapali alanda meydana gelir

Sekil 1.0rnek Bir Tavlama (nitesi

Normal tavlama islemlerinde ise tavlama sirasinda malzemenin dis ortam s6z konusu
oldugundan tavlama sicakligina ¢ikan malzeme ile atmosfer ortaminki oksijen tepkimeye girmekte bu
tepkimede sonrasinda ise paslanmaz da Demir oksit ve krom oksit olusmasini sebep olmaktadir. Bu
tepkime sonrasinda boru yizeyinde boruda tufal vh. istenmeyen durumlarin olusmasina sebep
olmaktadir.

Parlak tavlama isleminde ise tavlama islemi izole olmus bir ortamda yapildigindan tufal vb.
hatalarin olusmasi s6z konusu degildir

Parlak tavlama unitesinin Avantajlarindan bazilarn asagidaki gibidir;

1. Atmosfer sartlarindan tavlanan trin korundugu igin Boru tzerinde Tufal olusmasi s6z konusu
degildir. Mat tavlama isleminde ince bir Tufal tabakasi olusmaktadir. Bu durum boru tzerinde
renk degisimi olarak kendini gostermektedir. Bu tabaka ancak tretim sonrasi degisik
yontemlerle (mekanik veya kimyasal) temizlenebilir. Temizlendikten sonra temiz bir yliizey
elde edilse bile sartnameye uygun olmayacaktir. Ancak bu islem ek bir islem oldugundan
ve bununda bir maliyeti oldugundan dolayi firmalar tarafindan temizleme islemi genelde
yapilmamaktadir.

2. Parlak tav isleminden sonra tufal vb. hata olmadigindan renkte bir degisim olmaz ve malzeme
parlak olarak tavlanir



3. Boru ylzeyinde dis ortamla bir tepkime s6z konusu olmadidindan purazltlik artisi s6z konusu
olmaz, oysa mat tavlamada ylUzeyde tufal olustugundan purtzIUlik degerinde bir artis s6z
konusudur.

4. Parlak tavlama islemi yapilan boruda dogrusallik problemi s6z konusu degildir

5. Sogutma iglemi diger islemlere nazaran daha kontrollU bir sekilde yapiimasini saglamaktadir
buda istenmeyen yapilarin olusmasinin kontrollnu kolaylastirmaktadir.

Borsen Boruda yapilan parlak tavlama isleminde boru veya profiller hat tGizerinde bulunan tav
Unitesinde indiksiyon ile 1,5 metrelik bir mesafede 1000-1100°C arasinda isitilir ve daha sonra 3
metre uzunlugunda Karpit bloklar ve su sogutma sistemi olan sogutma odasina girer sogutma
odasinda EN ISO 3651-2 Normunda tanimlanan taneler arasi korozyon olusmayacak bir hizda
sogutma islemine tabi tutulur ve tavlama islemi tamamlanir.



